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２０２６年度第１回研鑽会の開催についてのお知らせ 

 

拝啓 寒さの続く毎日ですが、会員の皆様におかれましてはお元気にご活躍のことと拝察いたします。 

さて、下記のとおり第１回研鑽会をご案内申し上げます。この講習はＮＰＯ法人の行事として行いますの

で、会員以外の方の参加も歓迎いたします。 

                                                                  敬具 

記 

・ 日 時 ： ２０２６年２月２８日（土）１３：００ ～ １７：００ 

 

・ 場 所 ： 日本溶接技術センター 

〒210－0001 神奈川県川崎市川崎区本町２－１１－１９ 

Tel:044-222-4102 

・ 演 題 ： 「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築工事共通仕様書  

                                                   AOQL と各検査水準について」 

講師：(株)石川検査 代表取締役           米森 信夫 氏 

                                                    

「国内最大規模の木柱を使用した超高層オフィスビルの 

工事監理業務について」 

講師：ＡＷＡ認証技術者               白坂 武彦 氏 

・ 研鑽会参加費 

ＡＷＡ会員： ９,０００円 

会 員 外： １２,０００円 

・ 懇 親 会 費： ６,０００円 

・ 申込み方法： 参加希望の方は申込み用紙に必要事項を記入の上、２月６日（金）までに 

ＥメールまたはＦＡＸで事務局までお申込下さい。 

参加費用は下記口座宛に上記申込期日までに銀行振込でお願い致します。） 

振込先 みずほ銀行 川崎支店（３７０） 普通預金口座 Ｎｏ．４３３４１７５ 

口座名義  トクヒ）ＡＷＡニンシヨウキコウ 

 

・ 当日緊急連絡先 ： 090－3111－6378 宇山 孝貴 

            （ＡＷＡ認証機構 011-768-7393 に掛けても、宇山の携帯にとびます） 



プログラム 

13:00～13:05 会長挨拶 

13:05～14:10 「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築工事共通仕様書 AOQL と各検査水準について」 

14:10～14:50 質疑応答 

14:50～15:00  休 憩 

15:00～16:10 「国内最大規模の木柱を使用した超高層オフィスビルの工事監理業務について」 

16:10～16:50  質疑応答 

16:50～17:10 懇親会会場に移動（懇親会場については当日お知らせ致します） 

17:10～       懇親会 

 __________________________________________________________________________________________  

 

ＡＷＡ研鑽会  参加申込書 

 

FAX：０１１－３５１－５４３２  

E-mail：awasvt@gmail.com 

 

 【会員の方は必ず会員番号をご記入ください。】 

 

会員申込   会員番号  ______________    参加者氏名  ______________________  

 

研鑽会：  参加   不参加         懇親会 :  参加   不参加   

 

（いずれかを○で囲んでください。） 

 

【会員外の参加も歓迎いたしますので、下欄をご記入ください。】 

 

会員外申込  氏名 __________________    所属企業  ________________________  

 

ＴＥＬ：                     ＦＡＸ：  

Ｅメール：  

              

研鑽会：  参加   不参加         懇親会 :  参加   不参加   

 

（いずれかを○で囲んでください。） 

 

質問事項等がございましたらお書き下さい 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

※今後の研鑽会等のお知らせを差し上げ

る場合があります。 


